
(19) 민 특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개    10-2014-0042979

(43) 공개    2014 04월08

(51) 특허 (Int. Cl.)

     G05F 1/565 (2006.01)  G05F 1/10 (2006.01)

     G05F 1/567 (2006.01)
(21) 원        10-2012-0109155

(22) 원        2012 09월28

     심사청    없  

(71) 원

삼 주식 사

경 도 수원시 통  삼  129 (매탄동)

(72) 

철우

경 도 수원시 통  통동 골마 2단지 골
아 트 242동 1704

철

울 등포  등포 67  12-1,   (신 동)

(뒷 에 계 )

(74) 리

동열

체 청  수 :  17 

(54)   도별 압 어    지원 는 단말

(57)  약

본  도별 압 어에  것 , 특  본  어도 나  시스  내     어도 

곳  도  싱 는 도   상  도 가 검  도에 라 상  어도 나  시스 에 공

는 압  는 압 어 ;  포 는 것  특징  는 도별 압 어  지원 는 단말

 도별 압 어   개시 다.

  도 - 도1

공개특허 10-2014-0042979

- 1 -



(72) 

경 도 시 수지  죽 동 스 트 206
동 802

경  남시 당   165, 1207동 1302
( 동, 원마 12단지아 트)

공개특허 10-2014-0042979

- 2 -



특허청  

청  1 

어도 나  시스  내     어도  곳  도  싱 는 도 ;

상  도 가 검  도에 라 상  어도 나  시스 에 공 는 압  는 압 

어 ;  포 는 것  특징  는 도별 압 어  지원 는 단말 .

청  2 

1 에 어 ,

상  시스

상  단말  AP(Application Processor), 라 듈  상  처리 , 그래  지원 , 

직  어도 나  것  특징  는 도별 압 어  지원 는 단말 .

청  3 

1 에 어 ,

상  시스

주 수별 압 어   DVFS(Dynamic Voltage Frequency Scaling) 블  각 도별  복수개  

여 동 는 시스  것  특징  는 도별 압 어  지원 는 단말 .

청  4 

3 에 어 ,

상  복수개  DVFS 블  는 ;   포 는 것  특징  는 도별 압 어  지원

는 단말 .

청  5 

3 에 어 ,

상  시스  내  럭  검 는 내  럭 검 ;   포 는 것  특징  는 도별 압 어

지원 는 단말 . 

청  6 

5 에 어 ,

상  압 어 는

상  내  럭 검 에  검  동 주 수  상  도 가 수집  도 보   상  복수

개  DVFS  특  DVFS  동 주 수에 매  압 보   상  시스 에 공 는 압  

는 것  특징  는 도별 압 어  지원 는 단말 .

청  7 

1 에 어 ,

상  시스

양산     ASV(Adaptive Supply Voltage) 그룹들  어느 나  , 도별 압 마진에

라 복수  ASV 그룹에 는 것  특징  는 도별 압 어  지원 는 단말 .

청  8 
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1 에 어 ,

상  압 어 는

복수개  시스 들에 여 도별  각각 압  어 는 것  특징  는 도별 압 어  지원 는

단말 .

청  9 

1 에 어 ,

상  압 어 는

 도  상승  시  상  압   압  낮 는  것  특징  는  도별  압  어  지원 는

단말 .

청  10 

1 에 어 ,

상  도 는

상  시스  내 에 착 는 도 ;

상  시스   PCB(Printed Circuit Board) 상에 착 는 도 ;  어도 나  것  특징

는 도별 압 어  지원 는 단말 .

청  11 

어도 나  시스  내     어도  곳  도  검 는 과 ;

상  검  도에 라 상  어도 나  시스 에 공 는 압  는  과 ;  포 는

것  특징  는 도별 압 어 .

청  12 

11 에 어 ,

상  시스

상  단말  AP(Application Processor), 라 듈  상  처리 , 그래  지원 , 

직  어도 나  것  특징  는 도별 압 어 .

청  13 

11 에 어 ,

주 수별 압 어   DVFS(Dynamic Voltage Frequency Scaling) 블  각 도별  복수 개  마

는 과 ;

상  시스  내  럭에 당 는 동 주 수  상  도 보   상  복수개  DVFS  재

도  특  DVFS  동 주 수에 매  압 보  검 는 과 ;

상  검  압 보   상  시스 에 공 는 압  는 과 ;  포 는 것  특징

는 도별 압 어 .

청  14 

11 에 어 ,

상  시스

양산     ASV(Adaptive Supply Voltage) 그룹들  어느 나  , 도별 압 마진에

라 복수  ASV 그룹에 는 것  특징  는 도별 압 어 .
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청  15 

11 에 어 ,

상   과

복수개  시스 들에 여  도별  각각 압  어 는  과  것  특징  는  도별  압  어

.

청  16 

11 에 어 ,

상   과

 도 상승 시 상  압   압  낮 는 과  것  특징  는 도별 압 어 .

청  17 

11 에 어 ,

상  도  검 는 과

상  시스  내 에 착 는 도   상  시스   PCB(Printed Circuit Board) 상에 착 는

도   어도 나  도 보  검 는 과  것  특징  는 도별 압 어 .

  

 술  야

본  시스  도별 압 어에  것 , 특  단말  각  또는 체  어 는 어[0001]

 도별 압 어  지원 는 도별 압 어    지원 는 단말 에  것 다.

 경  술

근 들어,  단말 는 동   폭  사  루어지고 다.  특 ,  단말  에 동[0002]

도  통 가 가능  동통신 단말 는 민 다수가 사 고  도  그 가 매우  

단말 다. 편, 동통신 단말 는  간  통  보  수신 는 능  주  능  도 다

다양  능들  가질 수 다.  들어, 래  단말 는  재생 능에 는 MP3 능  가지

도 고, 상  수집  수 는 지  라에 는 상 수집 능  가지 도 다. 또 , 래 

단말  경우,  게 나 아 드 게  등  수  수 는 능 등  지원 고 다.

편,  단말 는   등  여 능 운 에  열  생 라도  거  [0003]

별도  쿨러가 착 지 않고 다. 에 라  단말 는 쿨러가 착  단말 들 컨  스 톱 단말

나 트  단말 에 비 여 열에 여 취약  특징  다. 에 라 래  단말 는 열   

도 상 생 여 시스  도가 가 게  당 시스 에 문 가 생 게 다. 러  문  결  

여 열에 강  물질   단말  내   는 안  색 고 지만 그러  물질  찾 도

어 울뿐 러 다 라도 고가  물질 거나 물   단말  에는  문 가 다.

 내

결 는 과

라  본   술   같  래 술  문  결   것 , 도에  압 [0004]

어  통 여 열  감 시킬 수 도  지원 는 도별 압 어    지원 는 단말  공 에

다.

또  본   압 어  통 여 동  능  지 도 보다  원 사  수[0005]

리 사  시간  달  수 도  지원 는 시스  도별 압 어    지원 는 단말

공 에 다.
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또  본   어 들  시료간 편차  보  수 도  지원 는 도별 압 어   [0006]

 지원 는 단말  공 에 다.

과  결 수단

상   달   본  어도 나  시스  내     어도  곳  도  싱 는[0007]

도 , 상  도 가 검  도에 라 상  어도 나  시스 에 공 는 압  

는 압 어  포 는 것  특징  는 도별 압 어  지원 는 단말   개시 다.

본  또 , 어도 나  시스  내     어도  곳  도  검 는 과 , 상  검  [0008]

도에 라 상  어도 나  시스 에 공 는 압  는  과  포 는 것  특징

는 도별 압 어   개시 다.

 과

상에  살펴본  같  본 에  도별 압 어    지원 는 단말 에 , 본 [0009]

 시스  동에 라 도가 가  경우 압  사   값  낮  열   수 도  지원

다.

러  특징  열 감  통 여 시스  도 가  개 여 보다  능  동 는 동 간[0010]

늘릴 수 도  지원 다.

또  본  시스  도에 라 압  낮  사 는 원   운 도   [0011]

리 사  시간  달  수 다.

또  본  시스   과 에  각 시스 별 시료 간 특  편차  보  수 도  지원 다.[0012]

도  간단  

도 1  본  실시 에  도별 시스  차등 압 공 능  지원 는 단말   개략[0013]

 나타낸 도 .

도 2는 도 1  어   보다 상  나타낸 도 .

도 3  본  도별 압 어    도 .

도 4는 본  도 변 에  주 수별 압 어  나타낸 그래 .

도 5는 본  도별 압 어   미  상 에  능 비  나타낸 도 .

도 6  양산 는 chip  ASV 그룹 포    도 .

도 7  본  도별 압 어   압 마진    도 .

도 8  ARM 어 원 마진    그래 .

도 9는 그래  어 원 마진    그래 .

도 10   직 원 마진    그래 .

도 11  ASV 그룹들  도별 압 마진  결과    도 .

 실시   체  내

, 본  실시  첨  도 에 거 여 상  다. [0014]

실시  에 어  본  는 술 야에  알  고 본 과 직   없는[0015]

술 내 에 는  생략 다. 또 , 실질  동  과 능  가진  들에 는

상   생략 도  다.

마찬가지   첨  도 에 어   는 과 거나 생략 거나 또는 개략  도시 었 ,[0016]

각  는 실    는 것  아니다. 라  본  첨  도 에 그 진 상

 나 간격에  어지지 않는다.
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도 1  본  실시 에  도별 압 어 능  공  단말   개략  나타낸 도[0017]

다.

도 1  참 , 본  단말 (100)는 통신 (110), 원 공 (120), 도 (130), 시 (140),[0018]

(150)  어 (160)   포 다. 

 같   가지는 본  단말 (100)는 어 (160)  동 에 어  사   어 블[0019]

 동 주 수   단말  동 시스  도 컨  어 (160)  는 AP(Application

Processor)  도  고 당 도에 라 특  어 블  도  지원 다.  는 어

블  도 상승에 라 보다 낮  압   수 도  지원 다. 러  특징  결과  상

 낮  압 에  시스  도 상승  거나  도  지 도   특  동 주

수  어 (160) 동  보다 안   수  수 도  지원  수 다. 

 여 도 (130)는 단말 (100)   지  도  싱 다.  도 (130)는 단말[0020]

(100) 내 에 는 PCB   지 에 는 도 , 상  어 (160)  는 어  내

또는 어 에  에 는 도 , 상  단말 (100)  특  사  능 지원   

는 다양  어 들에   또는 각 어 들 내 에 는 도   어도 나  포

 수 다. 그리고 도 (130)는 수집  도 보  어 (160)에 달  수 다. 어 (160) 내

에 는 도 는 어 (160)  는 AP Core Chip에  근에 , AP 동에 라

  생 는 열에  도  검 다. 여  어 (160)는 티  컨  통신 능

지원   통신 듈  가  는 태  경우 도 (130)는 당 통신 듈   

역에 도  여 도 보  검  수도 다. 또는 도 (130)는 AP   통신 듈 

공통  역에 도  여 도 보  검  수도 다. 또  사  능 지원   어 

들 컨  상  처리 (Image Signal Processor)나 그래  지원  등에  상술  도 가 

 수 다. 상술   같  본  도 (130)는 계 식에 라 본  도별 차등 압

공 능  단말 (100)  다양  시스   어도 나에  여 어도 나  도  

고   도 보  검  수 다.

통신 (110)는 상술  통신 듈 에 는 , 단말 (100)가 통신 능  지원 는 경우 가  수[0021]

는 다. , 단말 (100)가 통신 능  지원 지 않는 경우 생략  수도 다. 러  통신 (110)는

사  통신 능 청 또는  스  보나  청 등에 라 어 통신 능  지원  수

다. 통신 (110)가 동 는 과 에  통신 (110)는 신  거나 수신  수 ,  여 통신

듈  동    압  어 (160) 어에 라 지원 다. 결과  통신 (110)가 동  

동에  열  생  수 다. 러  열  단말 (100)  내  도 상승    수 

, 어 (160)는 통신 (110) 동에  도 상승   여 압  변  상태에  동 주 수

운  수  수 다. 상술  통신 듈  통신 능  , 통  능,  통신 능 등

지원 는 통신 뿐만 아니라  수신    수신 듈, 근거리 통신 능 지원   근거리 통신 

듈 등도 포  수 다.

원 공 (120)는 단말 (100) 동에  원  공 는 다. 러  원 공 (120)는 어[0022]

(160) 어에 라  압  원  단말 (100)  각 들에 공 다. 특  본  원 공 (12

0)는 어 (160) 어에 라 단말 (100)  내  도 또는 특  시스  도 상승에 라  압보다 낮

 압  원  어 (160)에 공  수 다. 컨  원 공 (120)는 도 상승 에는 5.0V 압

원  어 (160)에  공 다 ,   도  상승  후에 3.0V  압  원  어 (160)에  공  수

다. 또  원 공 (120)는 가 도 상승 후에 2.5V 압  원  어 (160)에 공  수 다. 

원 공 (120)는  도별  다양   압  가지는 원  어 (160)에 공  수 다. 

시 (140)는 단말 (100) 운 에  다양   는 다. 러  시 (140)는 단말 (100)[0023]

운 에   , 뉴  등  공  수 , 사  택 또는  스  보에 라 특

사  능  컨   재생 ,   검색 ,   수신 ,  웹   등   수

다. 상술  시 (140)는  과 시  첩  태  스 린   수 , 에

라  수단  동  수 다.

상  시 (140)는 본  도별 차등 압 공 능  사  또는 계 가  수 도  당 [0024]

보 공  지원  수도 다.  시 (140)는 단말 (100)  내  도 또는 특  시스  도   
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에 공  수 다.  시 (140)는 시 는 도 보   도 값  께 시 여 단말 (100) 

 도 보  쉽게 지  수 도  지원 다. 시 는 도 값  에 라 씨 또는 씨 등  다양

게  수 다. 또  시 (140)는 도 보별  압 값   변  공  수 다.  

공 는 압 값   변 는  도 상 에  압 값   재 도 상 에  압 값  

각각 공 여 어느 도  압 변 가 어나는지   수 도  지원 다. 또  시 (140)는 특  시

스   동 주 수 보도  수 다. 에 라 시 (140)는 공 는 보에 라 압 값  변

에 라 리 사  시간  변  보도 시  수 , 도 변 에 라 동 주 수 변 도 시  수

다. 편 상술  보   시스  내  상 과   사   또는 계  계 도

에 라 생략  수도 다.

(150)는 본  단말 (100) 동과  다양  그램   수 다.  (150)는 단[0025]

말 (100) 동과  운 체 , 특  사  능과  그램 컨  라 운  그램, 통신

능 지원 그램,  수신 지원 그램 등  포  수 다. 라 운  그램  단말 (100)가 

라 능  지원 는 경우 가  수 다. 특  본  (150)는 도별 차등 압 공 능  지원

 여 복수 개  어 블(151)  포  수 다.

복수 개  어 블(151)  도별  특  시스 에 공 는 압   다 게 도  계  [0026]

블   수  다.  또  복수  개  어  블(151)  당  시스  운 과  여  당  시스

DVFS(Dynamic Voltage Frequency Scaling) 능  지원 는 경우 도별  다  값들  가지는 복수 개  DVFS

블   수 다. DVFS는 시스  컨  AP Core가 순간마다  는 주 수 값에 라 압 값  다

게 여 사 도  지원   블 다. 컨  AP Core는 단말 (100) 동에 어  수 야 

스 (Task)가 많거나 또는 수  특  스 가 고   처리  는 경우 DVFS 블  

 상   동 주 수 컨  당 시스  수  수 는  동 주 수  동 고  지지

 여  압 값   수 다.  AP Core는 단말 (100) 동에 어  수  스 가 

거나 또는 수  특  스 가   처리  는 경우 DVFS 블   상  낮

동 주 수 컨  시스  수  수 는  동 주 수  동 고  수    압 값

 수 다.

편 복수 개  어 블(151)  각 시스 별  마  수 다. 컨  앞  언  AP core   어[0027]

블들뿐만 아니라, 라 동   상  처리   어 블들, 특  통신 듈 컨

  수신 듈 운   어 블들  마  수 다.  복수 개  어 블(151)  특  럭

 동 주 수  사 는 시스 들  어도 나  도별 압 어   어 블들  가질 수

다.

어 (160)는 본  단말 (100) 동과  다양  신  처리   처리  신  [0028]

달  지원  수 다. 특  어 (160)는 본  도별 차등 압 공 능 지원  여 도 

(130)가 수집  도 보  고, 당 도 보에 라 동 주 수  변경  압 변경  지원  수

다. 러  본  어 (160)는 동 주 수   과 에  도에  압 값  다 게 

 특  동 주 수 운  과 에   압 값 공  지원  수 , 에 라 특  동 주 수

단말 (100) 운  여 원  약 도 열  여 시스  안  개  수 ,

그에  보다 안   동 능  공  수 다. 가  상  어 (160)는 단말 (100)에 포

 다  시스  들에 도 (150)에 사   어 블(151)  여 도별 차등 압

공 능  지원  수 다. 또는 각 시스  들에  어 (160)에  같  도별 차등 압  

 루틴  드 어 는 경우 어 (160)  어 없  독립  당 능 운   (150)  어

블(151) 액 스  운  수  수도  것 다. 러  어 (160)는 도 2에 도시   같  

 포  수 다. 

도 2는 본  실시 에  단말 (100)   어 (160)  보다 상  나타낸 도 다.[0029]

도 2  참 , 어 (160)는 도 검 (161), 내  럭 검 (163)  압 어 (165)   포[0030]

 수 다.

도 검 (161)는 단말 (100)  내  도, 단말 (100)  특  시스  컨  어 (160), 시 (140) 운[0031]

  그래  지원 , 내  시스  들 간  신  달   스 시스 , 내  직, 라 포

시 라 지원   상  처리 , 상술  시스 들  는 PCB   어도 나  도
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검 다.  여, 도 검 (161)는 상술  각 들  어도 나에 도   도 

(130)  어 고, 도 (130)  여 특  시스  도 보  수집  수 다. 러  도 검

(161)는  주  도 (130)  운 여 도 보  수집 거나, 실시간  도 보  수집

도  지원  수 , 단말 (100)에  특   도 보 또는 내  도만  수집  수도 다.

도 검 (161)가 도 (130)  달  도 보는 압 어 (165)에 달  수 다. 여

도 보는 특  시스  또는 단말 (100)   식별 보  도 값  포  수 다.

내  럭 검 (163)는 본  도별 차등 압 어 능  지원 는 어도 나  시스  운  럭[0032]

검 는 다. 컨  내  럭 검 (163)는 어 (160)  재 동 주 수  검  수 다. DVFS

(또는 DCVS : Dynamic Clock and Voltage Scaling)가 는 어 (160)  경우 앞    같  단

말 (100) 운 에 라 다양  동 주 수   운  수 는  내  럭 검 (163)는 특  도

시  동 주 수  검 고  압 어 (165)에 달  수 다. 편 내  럭 검 (163)는 DVFS

가 지 않는 들 컨  라 듈 지원   상  처리  고  동 주 수도 검

수도 다. 검  보는 압 어 (165)에 달  수 다.

압 어 (165)는 도 검 (161)가 검  도 보   특  시스  에 공 는 압  [0033]

는 다. 러  압 어 (165)는 도 보가 달 , 당 도 보에 는 어 블

(151)  (150)에  고, 당 어 블(151)에 재  보에 라 압  낮 거나 도  

어  수 다. DVFS가  어  경우 압 어 (165)는 도별  마  다수  DVFS 어 블

들  재 도에 는 DVFS 어 블  (150)  어 블(151)에  검 다. 그리고 압

어 (165)는 내  럭 검 (163)가 달  동 주 수 보  여 당 DVFS 어 블에 

동 주 수에 당 는 압 어  수  수 다.  압 어 (165)는 도 보  동 주 수  참

여 재 시스 에  압  어  수 다. 

상술  도별 차등 압 공 능에   들 , 어 (160)가  동 주 수  동 는 경우 단말[0034]

(100)  내  도 또는 어 (160)  는 시스  도는 진  가 게 다.  과 에  본

 도 검 (161)는 내  도 또는 시스  도  상승  검 게 , 사    도  상

승  경우  내  럭 검 (163)  압 어 (165)에 달  수 다. 내  럭 검 (163)는 시스

 또는 내  도가  도  상승  경에  시스  동 주 수 보   수 ,  압

어 (165)에 달  수 다. 압 어 (165)는 도 상승 시 (150)에  어 블(151)  

고,  당 도에 는 어 블(151)  검 다.  그리고 압 어 (165)는 내  럭 검

(163)  달  동 주 수  고 당 동 주 수에 연계 어 재  압 보  검 다. 그

리고 압 어 (165)는 당 압 보   어 (160)에 공 는 압    수 다. 

컨  압 어 (165)는 어 (160)  는 어 에 공 는 압    낮 도  어

수 다. 러  과 에 라 어 (160)에 공 는 압  가 어들 경우 결과  어 (160) 운

과 에    어들게  에 라 열  어들 수 다.  특징  결  어 (160)가 

동 주 수  보다 낮  동 주 수  변경 지 않고  동  동 주 수  시스  운 도  는 결과

낳게 다. 라  본  도별 차등 압 어 능  는 시스  상  보다  동 

능  공  수  것 , 도 상승  억 여 드웨어  열  상  여  수  연  달

 수도 다. 또  본  는 시스  압    도    

여 보다  도 고 능  시스  운  가능  도 리 원 약  달 여 리 시

간 운  룰 수 다.

도 3  본  실시 에  도별 차등 압 공 능    시스  도별 압 어 [0035]

 나타낸 도 다.

도 3  참 , 본  시스  도별 압 어  , 어 (160)가 301 단계에  시스  어[0036]

럭 계산 알고리  값  다.  어 (160)는 재 처리 야  태스 (Task)들  양 나 청  처리

도 등  다. 그리고 어 (160)는 303 단계에   보에 라 동 주 수  변경 야  

가 는지  다.  단계에  동 주 수  변경 야  가 는 경우 어 (160)는 305 단계  

여 본   시스  컨  AP(Application Processor)  내  도가 사    도보다

낮 지 여  다. 여  도  에 라 AP  압 어   도 보  AP 내 가 아닌

 컨  PCB에  도  통 여 수집  수도 다. 
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편 305 단계에  AP 내  도가  도보다 낮  경우 어 (160)는 307 단계  여 DVFS 블[0037]

#1( )  택 고,   309 단계  311 단계에  AP 동 주 수   압  수  수

다. 여  DVFS 블 #1( )  AP  운  여 사   1 어 블에 당  수 다.

 DVFS 블 #1  DVFS 주 수 스 링에  동  압   보들  재  블   수 

다.

그리고 어 (160)는 DVFS 블 #1   309 단계에  주 수 상승   경우 사   만[0038]

압  상승시킴과 아울러 동 주 수  상승시 도  어  수 다. 또  어 (160)는 311 단계에

주 수 감 가  경우 압  감 시킴과 아울러 동 주 수  낮 어 운 도  어  수 다. 

상술  305 단계에  AP 내  도가  도보다  경우 어 (160)는 313 단계  여 (15[0039]

0)에 사   DVFS 블 #2(고 )  택 고,   315 단계  317 단계  택  수

도  어  수 다.  어 (160)는 DVFS 블 #2에 재  보들   주 수 상승  

경우 압 상승과 주 수 상승  수 고, 주 수 감 가  경우 압 감   주 수 감  수 도

어  수 다. 상술  에  DVFS 블 #1에 재  주 수별 압  값과 DVFS 블 #2에 재

주 수별 압  값  어도 가  상  값  지 다.

편 303 단계에   보에 라 동 주 수  변경 야  가 없는 경우, 어 (160)는 319 단계[0040]

 여 AP 내  도가 사    도보다 낮 지 여   수 다. 그리고 AP 내  도가

사    도에 비 여 낮  경우 어 (160)는 322 단계  여 재 업 상태  지 도

지원  수 다.  어 (160)는 재 동 주 수  압 변경 없  AP 동  지원  수 다. 그리고 

어 (160)는 319 단계에  AP 내  도가  도보다  경우에는 323 단계  여 고  DVFS 

블 업에 라 AP  수 도  지원  수 다. 상술  에  실질  319 단계에  AP 내  도

가  도보다  경우에  323 단계는 313 단계  사 게 수  수 는 단계 다. 상술  에

는 AP  동 주 수 변경  여  는 과  재 고 에 라 AP 내  도   도

 변경 는 것  지만 303 단계, 319 단계, 322 단계  323 단계는 생략  수 다.  경우 어

(160)는 어 럭 알고리  값  는 301 단계 후 305 단계에  AP 내  도   도 비  

고 AP 내  도가  도보다 낮  경우 307 단계 후  진 지 않고 322 단계에  같  재 

업 상태  지 는 단계  수 도  지원  수  것 다. 결  도 3에 는 동 주 수  압 에

여  여 문들  시 나, 앞    같  본  주  특징  시스  내

 특  도가  도보다  경우에는 사  비  복수개  DVFS 블  특  DVFS 블  

 동 주 수  압  수 도  지원 에  알 수  것 다.

상술  에  본  압  값 에  DVFS 블   개  지만 본  에 [0041]

는 것  아니다.  본 에  DVFS 블  도 4에 도시   같  각 도별  다수개가 마

 수 , 에 라 본  단말 (100)는 각 도별  당 DVFS 블  여 당 동 주 수

별 압  값  도  어  수 다. 도 4에 는 0℃, -25℃, 100℃ 등에  각 주 수별   사

 압  값들  나타내었다. 편 도시  도 에 는 각 도별   사  압  는 것

 나타내었 나,  시스  특  등에 라 비  컨  포물  태나 계단 태 등   수

도  것 다.

스 톱 컴퓨 나 트 과 같  들  열  고 (FAN)  돌  열  식  능  지 다. 그[0042]

러나 단말 는   슬림 타   등    같    수 없 므   

  안  다. 

시스 에  압  가  동   사 는 상태  지 다 , 열  생 게 고 생  열[0043]

 Vth(문  압)가 낮아지게 다. Vth가 낮아지  chip  Leakage  Dynamic 가 가 고, 가  

  열  욱 생 는 악순  지 다. 본  chip 도가 상승 수  Vth가 낮아지므  압

마진  생  만  가 는 압  여    감 시 도  지원 다. 에 라 본 

  시스  도 상승 도가 고,  능  지 는 시간  늘어나게 다.

상술   같  본  단말 (100)는 특징  단말 (100)  특  시스 들 컨  어 (160)[0044]

 는  들 나  단말 (100)  특  능  컨  라  능  등  지원 는  ISP(Image  Signal

Processor)  같  어 들, 단말 (100)  시 (140) 능 지원   그래  지원 들  어도

나  도별  공 는 압  다 게 지원  수 도  다. 또  본  도별 차등 압 공 능
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 단말 (100)  는 시스  DVFS 능과 어 보다  동 능  보다 안  간 지

원  수 다. 그리고 본  도별 차등 압 공 능  단말 (100)  는 각 시스 들   과

에  각 시료들  물  편차  보  수 도    운  보다 게 수  수 도  지

원 다.  상술  본  능 에  본  운 에 여 도  참 여 보다 상  

 다.

도 5는 도별 압 어 과 비  나타낸 도 다. [0045]

도 5에 는 도별 압 어 후  도상승 그래  어 (160)   동 주 수  다. 도시[0046]

 같  도별  압  어 는 것  도상승 도  감 시 고,  동 주 수  게 지  수 

어 시스  능(Performance) 상 도 우수  알 수 다.  압 어  시 도 가에 라 시스

 동 주 수가  가 게  100도에 도 도별 압 어 미  사 에 비 여  동

주 수   수  알 수 다. 또  도별 압 어 미  시에는 시스   동 주 수가 

감에 라 단계  빠 게 낮아지지만 도별 압 어 시  동 주 수가 상  느리게 낮아

보다  동 주 수   시스  운  알 수 다.

도 6   에  특  chip 양산 특  나타낸 도 다.[0047]

 chip  양산  chip  물리  특  도시   같  규 포  다. 도 에  가운  [0048]

 ASV0(Adaptive Supply Voltage 0)  동 수  동  능  내   압  게 걸어주어야

 Leakage  는  시료  나타낸다. 또  가운   ASV12  동 수  압

 낮게 걸어 도 동  능  내지만 Leakage  가  시료  나타낸다. ASV12쪽에 가  포

 chip들    커  열에 취약 고, 동  리 사 시 사 시간  짧  단  다. 그리고

ASV0쪽에 가  포  chip들     신에  느린 단  다. 

 같  ASV0그룹과 ASV12 그룹  열  사 시간 편차가 심 게 나타난다. 편 상술  ASV0~12 그룹들에[0049]

여 본  도별 차등 압 공 능  는 경우 각각  시료 간 사 시간 편차   수 다.

컨  ASV12 그룹에 는 시  경우   커  열  게 나타나는 특징  는 , 본  

도별 차등 압 공 능  시 열에  압  상  게 낮  수 고 결과  열 문  

누   문  등  도  지원  수 다. 결과  본  도별 차등 압 공 능  양산

는 chip에 는 경우 시료들  물리  특  가운  포  ASV6에 가 도  보  가능 , 에 

라 동  특  나타내는 들    게 여 동  능  들  량  생산  수 도

지원  수 다. 컨  래 ASV12개    다 , 본  도별 차등 압 공 능  

는 경우, 보다  수  도 동  특  가지는  가 가능  수 다. 다 게 ,

본  도별 시스  차등 압 공 능  도별  ASV 그룹들  재그룹  수 도  지원 다. 에

라 나  chip에 복수개  ASV 그룹  당  수 ,   도별 압 어  수 도  지

원  수 다. 러  특징  동  특  지원 들  량 생산 는 결과  낳  수 , 들  물리

특  실  다 다 라도 동  능  내는  취  수 도  지원 다.

도 7 내지 도 10  실  양산 는 chip  도별 특  실험  결과  나타낸 도 다. 도 에  결과는 1[0050]

개  시료   결과 , COLD는 Chip Die 도가 0℃ ~ 39℃   압 마진 Test 결과 다. 그리고

AMBIENT는 Die 도가 67℃~ 80   압 마진  결과 다. L0~L15는 Clock Frequency  나타내 , L0가

동  가능   주 수 고, L15가  주 수 다. 압 마진  Margin  test 는 vector  수

실  공 는 압  Supply voltage  차  낮 어 동   지 압   것 ,  값

압  12.5mV  단  낮 어 진 다.  Additional  Margin  COLD  Temp  동  압(mV)에  AMBIENT

Temp.동  압(mV)  차감  값  진다. 

가 마진(Additional Margin)dp  도 7  참 , 도시   같  든 주 수 역에  도가 가[0051]

수  마진  가  알 수 다.  ARM  core  원  도 8에 도시   같  주 수가 16단계  어

고, INT(Internal Logic) 원  도 9에 도시   같  5개 단계, G3D(Graphic Core) 원  도 10에 도

시   같  7단계  어 다. 각 도시  도 에  같  도가 가  생  가 마진 압만

 압  내릴 수 , 압  낮아지  가 어들어 가 마진  생 므  재  Addition

margin 압보다  낮  수  알 수 다.

도 11  동  Chip  ASV 그룹  다  Chip  도별 압 마진   동    결과  나타[0052]
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낸 것 다. 

도 11  참 , 4개  그룹에 여 5개 Chip  test  결과 도가 상승 수  가  생  마진  나타[0053]

나고  알 수 다. 결과  든 Chip에  든 원에  가 마진  생 므 , 든 그룹에 

여 본  도 변 에  차등 압 공 능   수 다. 컨  도시  ASV 그룹들에 는

각 시료들에 여 도가 상승  압  낮  수 다. 여  IDS는 Leakage  값  단 는 mA ,

HPM    동 도 값에 당 다.

상에    같  본  도별  시스 에 차등 압  공 는  주  특징  다. 그[0054]

리고 러  도별 시스  차등 압 공 능  당 시스  DVFS 블  운 는 경우 각 도별  마

 복수개  DVFS 블   당 시스  운  수 는   수 다. 에 라 본 

복수  DVFS table  사 여 동  주 수에 도 압  다 게 는 시스   가능 다. 또  본

 나  Chip에 도별 ASV(PVS) Group  복수개   수 도  , 도별  압  

도  지원  수 다.

상술  본 에  도  검 는  시스  또는  내 에  도  닛(TMU)  거나,[0055]

PCB상  Thermistor  여  수 , Multi-Core 경에도  수 다. 그리고 앞  언

 같  본  DVFS  같  주 수별 압 변경  수 지 않고 특  동 주 수만  사 는 특  시

스  경우에도 도 상승에 라 압  수 도  지원 여 누      감  달  수

다.

편 상술  단말 (100)는 그 공 태에 라 다양  가 듈   포  수 다.  상  단말 (100)[0056]

는 통신 단말  경우 근거리 통신   근거리통신 듈, 상  단말 (100)  통신 식 또는 무 통신

식에   수신   스,  트워  통신 여  능  수 는 통신

듈  지   수신과 재생 능  수 는 지 듈 등과 같  상 에  언 지 않  들

 포  수도 다. 러   들  지   컨 스(convergence) 에 라 변  매우 다

양 여  열거  수는 없 나, 상  언   들과 동등  수   가 상  스에 가

  포 어  수 다. 또  본  단말 (100)는 그 공 태에 라 상  에  특  

들  거나 다   체  수도  물 다. 는 본 술 야  통상  지식  가진 에

겐 쉽게  수  것 다.

또  본   실시  에   상  단말 (100)는  다양  통신  시스 들에  는  통신  들[0057]

(communication protocols)에 거 여 동 는 든 동통신 단말 들(mobile communication terminals)

비 여, PMP(Portable Multimedia Player), 지  어, PDA(Personal Digital Assistant), 악

재생 ( 컨 , MP3 어), 게 단말, 스마트 폰(Smart Phone), 트 (Notebook)  드헬드 PC 등

든 보통신  티미 어   그에   포  수 다. 

편, 본  도  통  본  람직  실시 들에 여 , 비  특  어들  사[0058]

었 나, 는 단지 본  술 내  쉽게 고   돕    미에  사

 것  뿐, 본   고  는 것  아니다. 여 에 개시  실시 에도 본  술

사상에 탕   다  변  들  실시 가능 다는 것  본  는 술 야에  통상  지식  가진

에게  것 다. 

 

100 : 단말 110 : 통신[0059]

120 : 원 공 130 : 도 

140 : 시 150 : 

160 : 어
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